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58) - KLISCHEES FUER DEN INDIREKTEN TIEFDRUCK -

.(57) Die Erfindung betrifft Klischees fiir den indirekten Tiefdruck, insbesondere fiir den Ballen-
be2|ehungswelse Tampondruck. Aufgabe der Erfmdung ist es, Druckklischees, insbesondere fir.
 den Tampon- und/oder Ballendruck anzugeben, die durch spezielle Oberflachenvergiitung bei
- hoher. Konturengenawgkelt und Versch|e|[3fest|gke1t eine gute Druckqualitat gewéhrleisten.
‘ErfmdungsgemaB wird die Aufgabe dadurch gelést, daB unter Verwendung von Aluminium, -
Kupfer, Aluminium- oder Kupferfolie durch Atzen mit nachfolgender chemischer Beschichtung
mlt Nlckel standfeste Druckkllschees fur hohe Durckgenaungkelten herstellbar sind.
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: Titel'def Erfindung

.JKliSChegétfar den”indirekten.fiefdruck

“Anwonduvwsgeblet der Frflndung

. Die Erf*ndung betrifft Klizchees fiir den 1nd1rekten T18f~
~ druck, lnsbe ordero Verschlelﬁfesto Druckkllschees, die
‘hone Konturengevaalvkelt aufnelsen und speblell fiir den

' 'Ballen— be21nhungswelse Taxpondruok Verwendung finden.

T-?'gharak*erlqtlk der bekannten technlschen Losungen

“Fur den 1nd1"ekt°n Tiefdrucn, 9pez1¢11 fur den mampondruck.’
werden Druckkllscnees aus'°tahl oder Kupfer verwendet.
‘Die Herstellung von Stahlkllschees igt relativ aufwendlg
und deshalb nur bei hohen Druukadflacen rationell.
"Kllschees aus Kupfer merden ubllch nur fiir gerlnge Druok—"
‘ auflagen elnwesetzt bedlnnt durch die begrenzte Vere ,
3 :sch1e1B£est1gke1t. Durch e;ne galvanlsche Oberflachen~ V
'fbéhandiqng degy Klischees, durch die galvanische Abschei~

 ' dung'von Nickel- und. Cromﬁberzﬁgeh*léﬁt sich die ;Stand-

~Iest1gkelt des Kllsnnees verbesgern. Dies ist Jedocb mit
satzllchem Aufwand verbun xden und bedlngt mit dem nlcht
fln gedem_Fall glelobmaﬁlgen galvanlschen Schlchtauftrag
| oftmais‘Qualitétsheeinﬁrééhtigungen des Druckbildes.
Speziell fiir kleﬁnere’Druckéerien;'fﬁr.Besohfiftungeh
:Uﬁd Kenhzeichnungen werden elnfach geitzte. hupfe”-‘

.Klischees verwendat, weil ﬂﬁr Flnsatz gehart ter und
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f;¥geeohllffene v taklkllﬂohee odEr‘gélvaniSPher oberflichen-

4f7fvocccelter Vllscbees 1n der Herstellung oft zu Powten- und
) ‘..vaeltaufwendlg erscheinen.‘gg'_' '

: fV Zlul der Prflnuurg

  :Ziel der Prflndung 1st es, dle beschrlebenen Nachtelle der
;@ g;bekannten Losungen weltgehend zu beseitlgen und den -
f,{kostenoptlmalen Elnsatz von elnfach herstellbarcn, relatlv
ftffverschlelﬁfesten Druckklischees zu ermogllchen.‘ _

'nfi;Darlegurg_dee Nesens der Erfindung .

‘f]fDer Brflndung 11egt d1e Aufgabe zugrunde,_Druckkllscheea
*"fur den indirekten Tlefdruck 1nsbesondere fiir ‘den Tampon-
' und/oder Ballendruck zu entwickeln, die durch eine;
f fspez1elle Oberflachenverguuung bel hoher Konturengenaulgkplt
"fa “und Veracblelsfestlgkelt elne gute Druckqualitat gerhr-
,fijlelsten._ DY L N - ‘
'> ~Erf1ndungsgemaB w1rd dle Aufgabe dadurch gelost daB die
f  K1ischees aus. Kupfer, Alumlnlum, Alumlnlum— oder Kupfer-
Ef;folie chemlsch durch Atzen nach hekannter Methode hergeu'
ﬁi”stellt werden und nach elnem chemlsch reduktlven Verfahren
-LL'elnen glelchmaﬁlgen Uberzug mlt einer verschlelﬁfesten |
Nloknlschlcht erhalten. Mlt geringenﬁtztlefen lassen gich »
o auf diese Welqe hohe Drhckgenauigkeit und Konturenscharfe
i,f  bcalehungswelse gute Druckqualitaten er21elen.A' |
 "*ig’D1e erf¢ndunasgemdﬁe Herstellung von Druckkllschees wmit
“l”vfrclatlv gerlngen Atztlefen zw1schen 10 - 30 /um bletet
f;\den Vortell daB die bel groﬁeren Atztlefen bez1ehungs-v
'  we1se ldngeren Atazelten sonst ubllchen Unteratzungen"
”fo oder aufwendlges stufenwelses Atzen mit W1ederholten
-ff;partlellen Abdeokungen entfallena blne hohe Struktur-
SR genaungelt des ptz- bezlehungSWelse Druckbmldes ist
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- Bei Verwendung von enfsowechenden dlmenalnnlerten Al- odsr
’_-Cu—Follen auf szinem nlchtmﬂtalllschen Tragermaterlal, analog
""be spﬂelswelqe Le*terplattnnbuglsmaterlal kann die Begren~~

”'ﬁ'zung der Atzt:efe nvohlemlos vorgegeben und elngehalten

Wwerden. Der qacufolvende Suh*untauftrag ‘auf chemuscn—‘_
"vcduhtlvem Wege pestattet ‘einen glelchmaﬁlven und 811a81-
tigen Oberfiachen- be21ehungswelse Verschlelsschutz der
geaante ﬁtZstruktur.va Gegensatz zu'der aonst ubljchen

' galvanischen Beschluhtung wird damit auch ein VerschleiB=

‘schutz : an’ Parulpllen, zusammenhanglosen und gegebenenfalls
13011°ruen Struﬁturelementnn deg Kllscneeblldes aewuhr-
-le’stet¢ Die oft krltlsche Inselblldung und damlt im-
 Zusammenhan5 stehende. Beelntrach+1gung der Druckgenaulgmelt

' v}bez1ahunbsweise Klischegstandzeit kann so vermieden Werden.

. GemdB der Trflndunb ist es movllch daB durﬂh elne Warne-
bbehandlunv in Verblndung mlt ‘dem Auftrag einer chemlsch~
reduktiven. Nlckelsohlcnt eine weltere Verbesserunﬂ qe“ .
'VP”SChlelB—-dnd Qtandfest’gkelt erreicht w1rd. :

:.Ausfﬁhruﬁﬁsbeispiel' ‘

' f_D1 Erflndung goll nacbstphnnd an elnem Aus¢uhrungsbelsp1el
©niher erlautprt werden.:“ »' - R

In ﬁupfer-kaschiertes Lelterplattenbasismaterlal oder en+
spreﬂnende Kupferfo11e erd nach Auftrag des entsprechen-
den Atzresists be21ehungGWelse der Atzmaske das Druckblld

"-,unfer Verwendunb ubllcher Atzflu381gkelfen elngeatvt.

‘Dis Atztaafe 1st zweckdlenll ch ZW1schen 10 = 30 /um Zi1
_wuhlnn. Navh ntfernen des Atzschutzes erd dao Kllschee
m=mlsch redJktlv mit ca. 3 /um vernickelt, Fiir die. Ver—v
nlcklung verwendet man einen Llektrolyten auf Nickel-
's;TF t- und - Vatrlthypophosphlt—Ba315,’ egebenenfalls
mlT sp621ellan Zusatzen. N

51rf1ndungsgema8 ist es. mocllch nach glﬁlchem Schema

B Alumlnlum-Follnn zu behandeln, um entsprechende Druck-
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“:fkliécheés herzﬁstéllen.'V6r“def chemischenlvérnicklung

| ;empflehlt es sich jedoch, dle Alumlnlumoberflache spe21ell

y;yfvz-Jzu aktiv1eren, um 80 elnen haftfesten Uberzug abzuschelden.

- .?2lee 80 hergestellten Druckkllschees konnen durch eine nach-'
folgende vfarmebehandlung bel 200 - 300 c 10 - 60 M:Lnuten o

f 5eine weltere Verbesserung der Verschleiﬁfestlgkeit erhalten.-.
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'Kllschees fur den 1ndirekten Tiefdruck, insbesondere

filr den Ballen~ und/oder Tampondruck, kennveichnet

' Q}dadu”ch daB die aus Kupfer bestehenden Klischees

';chemlsch reduktiv elne Nlckelschlcht als zusatzlluhen .
‘V'Oberflacnenschu*z qualten. o

,hliscnees nach Dunht 1, ekennzeichnet dadurch daB

~jA1umiﬂ1um als 8391smaterlal varwendet Wl rde

o3

-hllechees nach °unLt 1, ngennapichnet dadurch daﬁ

{1Leltewplattenba91smatarial vanendet w1rd..

Kllschees nach Punkt 1 ekennzelchnet dadurun, dap o
Kupferfolie alg 3851smaterlal verWGndet W1rd.

Yllschees nach Punkt 1, bekennzalchnet dadurch daf}

;Alumlnlumfolip als Basisnaterial Verwendung findet._-

V11qcneeu ‘nach Punkt 1 bls 4, gekenn?elchnet dadurch
daB durch eine Warmebehandlung eine chemisch-reduktlve
“1ckelschicht auf das Baslsmaterlal aufgetragen W1rd._'
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